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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板（４２０)上でコンポーネント（４１０）を得ることと、
　コンポーネント（４１０）及び基板（４２０）の第１部分を、基板（４２０）の第２部
分から分離することと、
　コンポーネント（４１０）のために封入部を設けることとを含むデバイスのパッケージ
方法であって、
　分離することは、凹部を設けることを含み、
　該凹部を設けることは、基板の最も上の位置の同じ位置で、少なくとも１つの傾斜壁を
有する凹部を誘導する少なくとも１つの物理的プロセス、及び直立壁を有する凹部を誘導
する物理的プロセスを使用し、
　凹部を設けることにより、底部よりも広い上部を有する基板の上面で凹部を得ることを
特徴とする方法。
【請求項２】
　少なくとも１つの物理的プロセスを使用することは、傾斜側壁を有する凹部（４１４）
又は切断部を作成するために、少なくとも、充分に傾斜したブレード面を有するブレード
を用いてダイシングすることを含む請求項１記載のパッケージ方法。
【請求項３】
　分離することは、基板（４２０）上でコンポーネント（４１０）が存在する基板（４２
０）の側面で、基板（４２０）の第１部分に傾斜面を誘導する物理的プロセスを使用する
ことを含む請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　分離すること、及び封入部を設けることは、
　基板（４２０）の上面及び凹部（４１４）の少なくとも一部を覆う第１キャップ層（４
４０）を堆積することを含む請求項１～３のいずれか１項に記載のパッケージ方法。
【請求項５】
　前記基板（４２０）の上面に凹部（４１４）を設けることは、
　基板上面に実質的に垂直な側壁を切断部に付与するブレードを用いて、上面に第１ダイ
シングプロセスを施すことと、
　基板（４２０）の表面に実質的に非垂直な傾斜側壁を切断部に付与するブレードを用い
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て、上面に少なくとも１つの第２ダイシングプロセスを施すこととを含み、
　第１ダイシングプロセス及び第２ダイシングプロセスは、基板表面上の実質的に同じ位
置で実施される請求項１～４のいずれか１項に記載のパッケージ方法。
【請求項６】
　分離することは、
　基板（４２０）上でコンポーネントが存在する基板（４２０）の側面と反対側の基板（
４２０）の側面で、基板（４２０）の第１部分に傾斜面を誘導する第２物理的プロセスを
使用することを含む請求項１～５のいずれか１項に記載のパッケージ方法。
【請求項７】
　分離すること、及び封入部を設けることは、
　基板（４２０）の上面の凹部（４１４）と実質的に反対側の位置で、基板（４２０）の
底面を薄厚化し、その結果切断部が形成され、基板（４２０）の第１部分は基板（４２０
）の第２部分から分離することと、
　底面、及び基板（４２０）の底面で切断部の壁に対応する領域の少なくとも一部を覆う
第１キャップ層（４４０）を堆積することとをさらに含む請求項１～６のいずれか１項に
記載のパッケージ方法。
【請求項８】
　基板（４２０）の底面を薄厚化した後、底面のエッジが傾斜側壁を有するように少なく
とも１つの傾斜側壁を誘導する第２物理的プロセスを使用することを含む請求項７記載の
方法。
【請求項９】
　基板（４２０）の底面を薄厚化するために、
　基板（４２０）は、薄厚化の前に上面でキャリアに固定され、
　キャリアは、底面で少なくとも１つの傾斜側壁を誘導した後に除去される請求項８記載
の方法。
【請求項１０】
　前記分離の後に、更なる封入層（４５０）を設けることをさらに含む請求項１～９のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　更なる封入層（４５０）を設ける前に、追加の洗浄ステップを実施する請求項１０記載
の方法。
【請求項１２】
　傾斜面を誘導する少なくとも１つの物理的プロセスを使用する前に、チップを保護する
ための保護トップコーティング（４１２）を付加することを含む請求項１～１１のいずれ
か１項に記載のパッケージ方法。
【請求項１３】
　傾斜面を誘導する少なくとも１つの物理的プロセスを使用した後、表面損傷を除去する
ためのプラズマ処理を施すことを含む請求項１～１２のいずれか１項に記載のパッケージ
方法。
【請求項１４】
　コンポーネント（４１０）のために封入部を設けることは、
　サブ層の、追随して実施する２つの異なる堆積を用いて封入層を堆積することを含み、
　サブ層は、封入層を形成する請求項１～１３のいずれか１項に記載のパッケージ方法。
【請求項１５】
　基板（４２０）上に存在するコンポーネント（４１０）と、
　封入部と、
　請求項１～１４のいずれか１項に記載のデバイスのパッケージ方法を使用して誘導され
る少なくとも１つの傾斜側壁とを備えた生物医学用デバイス。
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